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Krav til loddede elektriske og elektroniske produkter

1 GENERELT

1.1 Omfang Denne standard beskriver metoder og krav for fremstilling af loddede elektriske og elektroniske produkter.
Historisk set indeholdt standarder for elektroniske produkter (lodning) en mere omfattende vejledning vedrørende principper
og teknikker. For at få en mere komplet forståelse for denne standards anbefalinger og krav, kan den anvendes sammen med
IPC-HDBK-001 og IPC-A-610.

1.2 Formål Denne standard beskriver materialer, metoder og godkendelseskriterier for produktion af loddede elektriske
og elektroniske produkter. Hensigten med denne standard er at anvende og stole på processtyring for at sikre ensartede
kvalitetsniveauer under produktfremstillingen. Det er ikke standardens hensigt at udelukke nogen procedure for
komponentmontering, fluspåføring eller loddemetode, som anvendes til fremstilling af den elektriske forbindelse.

1.3 Klassificering Denne standard accepterer, at elektriske- og elektroniske produkter er underlagt klassificeringer
for det forventede driftsmiljø. Slutprodukterne er inddelt i tre generelle klasser, som er fastlagt til at afspejle forskelle
i producerbarhed, kompleksitet, krav til funktion og verificeringsfrekvens (inspektion/test). Det bør anerkendes, at der
kan være overlap af udstyr mellem klasserne.

Brugeren, se 1.8.12, er ansvarlig for at definere produktklassen. Produktklassen bør være angivet i indkøbsdokumentationen.

KLASSE 1 Simple elektronikprodukter
Omfatter produkter, som er egnet til anvendelse, hvor det primære krav er det færdige produkts funktion.

KLASSE 2 Pålidelige elektronikprodukter
Omfatter produkter hvor vedvarende funktion og udvidet holdbarhed er krævet, og hvor kontinuerlig drift er ønskværdig,
men ikke kritisk. Typisk vil driftsmiljøet ikke kunne forårsage fejl.

KLASSE 3 Elektronikprodukter med høj pålidelighed til barske driftsmiljøer
Omfatter produkter hvor kontinuerlig funktion og høj ydeevne er kritisk, driftstop ikke kan tolereres, slutproduktets
driftsmiljø kan være usædvanlig barskt, og produktet skal fungere, når det er krævet. Eksempler herpå er livsvigtigt
udstyr eller andre kritiske produkter.

1.4 Måleenheder Alle dimensioner og tolerancer, såvel som andre former for målinger (temperatur, vægt osv.) i denne
standard er angivet i SI enheder (System International). Dimensioner og tolerancer udtrykkes som hovedregel i millimeter
ved dimensionelle angivelser; mikrometer anvendes, når krævet præcision gør millimeter uhåndterlig. Temperatur angives
i Celsius. Vægt angives i gram.

1.4.1 Verificering af dimensioner Aktuelle målinger af specifikke delmontager, loddefyldningens dimensioner og
fastsættelse af procenter kræves kun som reference. Hvis hensigten er at afgøre, om der er overensstemmelse med
denne specifikation, så er alle specificerede grænser i denne standard absolutte grænser som defineret i ASTM E29.
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